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Igly testowe — szeroka oferta,
Innowacy|ne rozwigzania

Pefna automatyzacja produkcji elektroniki doprowadzita tez do sytuaciji, ze dla auto-
matyczne testy elektryczne ICT (In-Circuit test) wytwarzanych urzgdzen stajg sie
codziennos$cig. Ta historycznie najstarsza metoda automatycznej kontroli urzgdzen,
do dzis$ jako jedyna metoda jest w stanie potwierdzic¢ faktyczne spetnianie wymagan
I parametrow urzgdzen oraz zbada funkcjonalnosc¢ uzytych komponentow. W cza-
sie kilkudziesieciu ostatnich lat testery ICT przeszty wiele zmian, miaty okres wzmo-
zonego zainteresowania oraz spadku uwagi na rzecz innych metod inspekciji. Jedno
jest jednak zawsze pewne i niezmienne — przemyst nie rezygnuije z testow tego typu,
gdyz nie ma innej tak szybkiej metody sprawdzenia tysiecy punktow testowych urzg-
dzenia w tym samym momencie.
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sto, ale niewiele 0sob interesuje si¢ szcze- Fot. 2. Igly ogolnego przeznaczenia

gotami budowy tych maszyn. Z tego po-
wodu w tym artykule poruszona zosta-
nie kwestia igiet testowych, ktdre sa naj-
wazniejsza czescia takich urzadzen.
Dzigki igtom testowym istnieje moz-
liwos¢ szybkiego wykonania szybkich
testow uktadow wysokonapieciowych,
podzespolow w.cz., ztaczy czy tez bada-
nia standardowych punktow testowych
na plytkach drukowanych. Przewaznie
Fot. 1. Loze testowe zainteresowanie personelu tym elemen-
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tem testera ogranicza si¢ do wymiany igiet, gdy sie zuzyja, ale
patrzac wstecz widad, ze przeszty one rownie interesujaca ewo-
lucje techniczna, jak i same testery ICT/FCT.

Pierwszym i najwazniejszym krokiem w procesie doboru
igiet do testera, jest okreslenie wlasnych potrzeb, gdyz roznia
si¢ one znacznie w zaleznosci od aplikacji. Budowa igly kon-
taktowej przeznaczonej do pomiaréw w obwodach w.cz. jest
zupelnie inna niz wersji majacej za zadanie przebicie sie przez
warstwe lakieru na plytce, aby zapewni¢ pewny styk z punk-
tem testowym. Montaz w testerze niewlasciwego typu powo-
duje wzrost kosztow uzytkowania wynikajacy z czestej wymia-
ny oraz mniejsza wiarygodnos¢ testow.

General purpose, czyli iglty ogélnego
zastosowania

W kategorii tej zawieraja si¢ standardowe wersje, w kto-
rych prézno szuka¢ szczegoélnych wlasciwosci, typow konco-
wek czy skoku. Gtéwnym celem jest zapewnienie w tej rodzi-
nie mozliwie dlugiego czasu pracy przy zachowaniu niskiego
kosztu, a do tego ograniczenie liczby funkcjonujacych na ryn-
ku wersji, tak aby niewielkim kosztem mozna bylo utworzy¢
w firmie magazyn zapasowy. Po szybkiej analizie kilku mode-
li z tej kategorii fatwo zauwazy¢, ze parametry igiet z tej gru-
py sa wystarczajace do wigekszo$ci rozwiagzan. Igly z tej rodzi-
ny maja réwniez najszersza game koncowek dla kazdej z wiel-
kosci. Najbardziej popularny model EPA-2 (kosztujacy od 0,6
euro) wytrzymuje 2 mln testéw, przy rezystancji wewnetrznej
35 mQ) oraz mozliwosci przewodzenia pradu o wartosci do 5 A.

Igty przeznaczone do testeréw igtowych
(ICT/FCT)

Igly z tej grupy zapewniaja minimalna rezystancje styku,
najlepiej przy braku koniecznosci czyszczenia oraz maksymal-
nej twardosci. Te sprzeczne wymagania wymagaja zapewnie-
nia od producenta kompetencji i doswiadczenia, ale tez nie-
rzadko zapewnienia kompromisu, czego przykladem moze by¢
seria LFRE.
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Fot. 3. Pokrycie HyperCore w igtach LFRE
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Fot. 4. Igly typu Battery Probe

Jest to grupa produktéw niemal tak samo popularna, jak wy-
mienione wczesniej igly ogdlnego zastosowania, ale przezna-
czona jest do inspekcji ptytek PCBA wykonanych w technolo-
gii bezolowiowej. Taki lut jest znaczaco twardszy od SnPb, co
przeklada si¢ na wigksze zuzycie igiel testowych. Luty bezprze-
wodowe pozostawiaja tez swoje pozostatosci na powierzchni
igiel, co z kolei wymusza ich okresowe czyszczenie.

Igty LFRE charakteryzuja sie zastapieniem szeroko stosowa-
nej powloki ze zlota specjalng opatentowana powloka o nazwie
HyperCore. Dzi¢ki niej powierzchnia igiel jest o ponad 500%
twardsza od zlotych odpowiednikéw oraz ma duzo mniejsza
podatnos¢ na przywieranie pozostatosci. Testy przeprowadzo-
ne w wielu polskich firmach wskazuja jednoznacznie, ze zasto-
sowanie LFRE w miejsce standardowych igiet pozwala na zre-
dukowanie czyszczenia foza z 25 razy do tylko 3 tygodniowo
przy niemal ciaglej produkcji. Dzieki temu, kazda z koncowek
pracuje wiekszo$¢ swojego czasu w warunkach niemal ideal-
nych pomimo krotszych przerw pracy urzadzenia.

Przyktadowa igla LFRE-25 z powtoka HyperCore, (w cenie
0d 0,6 euro) zapewnia 1 mln ugie¢ przy jedynie rezystancji we-
wnetrznej 8 mQ) oraz 8 A dopuszczalnego pradu.

Battery Probe

Igly z tej grupy to przyklad rozwiazan specjalnych. Batte-
ry probe przypomina styk znany z niemal wszystkich urza-
dzen fadowanych przez stacje dokujaca, takich jak telefony

-

Fot. 5. Rozwigzanie specjalne do uktadow w.cz.
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Fot. 7. Inne zastosowanie koncowek
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Fot. 9. Zakonczenia stosowane do padow testowych

bezprzewodowe - sa to gltadko zaokra-
glone koncéwki o bardzo niewielkim
skoku oraz stosunkowo duzej sredni-
cy umozliwiajacej podwyzszenie limi-
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tu przewodzonego pradu ponad 10 A.
Z powodu ich szerokiego zastosowania
igly wystepuja w wielu wersjach mon-
tazowych.

High current

Jak wskazuje nazwa, sa to kontakty
testowe, ktérych specjalna konstrukcja
pozwala na przewodzenie pradu nawet
do 150 A. Umozliwia to zastosowanie
igiel do badan specjalizowanych apli-
kacji energoelektronicznych. Producent
takich igiet - ECT ma wiele lat do-
$wiadczenia i wiedze¢ dzigki czemu jego
konstrukcja igiet jest zatem przemy-
slana w najdrobniejszych szczegdtach:
osiggnieto rezystancje wewnetrzna na
poziomie 25 mQ), a wiec nizszg niz dla
igiel uniwersalnych oraz szeroki za-
kres dopuszczalnych temperatur pra-
cy az do 150°C.

High frequency

To wersje przeznaczone do przesy-
tania sygnatu wysokiej czestotliwosci
i szybkich sygnaléow cyfrowych, a wigc
tatwych do zakldcenia i wymagajacych
ekranowania. Ich wyjatkowa i zaawan-
sowana konstrukcja umozliwia przesyta-
nie sygnatu do 20 GHz bez wprowadza-
nia znaczacych znieksztalcen sygnatu.
Standardowe wyprowadzenie od stro-
ny fikstury to ztacze przewodu koncen-
trycznego.

Inne rozwigzania
Poza powyzszymi kategoriami mozna

przywota¢ wiele mniejszych grup igiet

takich jak:

- Edge- catkowicie odmienny typigly wy-
posazony w zakonczenie typu ostrze,
pozwalajace nacina¢ powloke lakier-
nicza zapewniajac bardzo dobry, staly
styk do ptytek pochodzacych ze zwro-
tu urzadzen do fabryki.

« BMP - waska grupa produktowa z ryl-
cami, ktoére po pozytywnie zakonczo-
nym tescie wykonuja naciecie w ksztal-
cie okregu na wybranym miejscu ptyt-
ki. Tym sposobem bez skomplikowane-
go systemu tracebility mozna nanies§¢
niezacieralne oznaczenie poprawnie
wykonanego testu produktu.

Rosnace wymagania stawiane obecnie
urzadzeniom elektronicznym wymusza-
ja stosowanie nowych rozwiazan tech-
nologicznych oraz cigglego doskonalenia
ich jakosci. Bez testowania, a wigc bez
igiet testowych nie da sie jej zapewnic,
stad warto zna¢ rozwiazania ich produ-
centow. Warto zajrze¢ tez do interak-
tywnego katalogu igiet firmy ECT, kto-
ry jest dostepny poprzez strong www.
pbtechnik.com.pl, aby znalez¢ najlepsze
rozwiazanie.

Jakub Karpowicz



